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注：

1、 本流程只适用于CM55系列(18.5高)产品；
2、 流程图中有底色的工序需录入条码流程；
3、 单片机的程序文件，请参照对应产品技术说明给出的程序文件名；
4、 [image: image3.jpg]


为关键工序，*为特殊工序；
5、 标①位为频率调试后的手工清洗焊接处；
6、 标②位为O22晶振焊接到转换板工序，条码需放到晶振顶部；标③位为焊接有转换板的晶振装入CM55底板工序；

7、 标④位的“贴条码（绑定）”工序，为将O22部分生产的条码与CM55上盖上新贴的条码进行扫条码绑定；
8、 “写数据切换TOD消息输出”工序设定在清洁工序，为清洁完成后，按技术说明要求写TOD消息切换标志位，写完标志位后应确认TOD消息符合技术说明和规格书要求。
首件流程：

SMT前首件流程（首件物料与外发物料保持一致）： 
表贴——装配——装配QC1——拐点调试——调试复测——QCA、B、D——O22封壳——低温启动——低温通断电——封壳前爬坡——CM55装配——CM55封壳——封壳后爬坡——清除多余物——写EEPROM切换TOD消息输出；
SMT后首件流程：

装配——装配QC1——拐点调试——调试复测——QCA、B、D——O22封壳——低温启动——低温通断电——封壳前爬坡——CM55装配——CM55封壳——清除多余物——写EEPROM切换TOD消息输出；
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保持 △





调试QC1





封壳后爬坡△
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维修








焊接转换板(O22焊到转换板上)②





分板 





 封壳（激光封） *

















开机特性








写EEPROM(切换TOD消息输出及检测)








低温启动
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洗板（喷淋）








洗板（喷淋）











晶体点胶* 


高温烘烤 
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QCA、B、D








高温烘烤2h  











焊接O23（加转换板的晶振）③











单片机程序下载





底座剪脚到3.9mm








打标、清除多余物





低温通断电





热敏电阻点胶、固定











热敏电阻焊接 











高温烘烤 24h











IQC检查








装配QC1 P16





晶体整形








贴条码（绑定）④





洗板（喷淋）
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装配(底座焊接) 








022线路板表贴
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翻转测试 *











调试复测
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转换板（O22转O23）表贴
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封壳（充氮储能封） 
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人工清洗①











细简漏*



































包装入库
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